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【57】申請專利範圍
1.　一種用於涉及將一或多個圖案處理至一基板上之一器件製造製程的電腦實施缺陷預測方
法，該方法包含：判定(determining)將一或多個圖案處理至該基板上所依據的該器件製造
製程之一或多個處理參數橫越(across)該基板之值；及利用(utilizing)該一或多個處理參數
之該等值將一或多個區域識別(identifying)、判定或預測(predicting)為具有由運用該器件
製造製程而引起的一缺陷(defect)的存在(existence)、存在機率(probability of existence)、
特性及/或選自前述各者之組合，其中判定或預測該存在、存在機率、特性及/或選自前述
各者之組合包含：比較該一或多個處理參數之該等值與該一或多個圖案之一重疊製程

窗，或使用一分類模型，其中該一或多個處理參數之該等值作為至該分類模型之輸入。

2.　如請求項 1之方法，其進一步包含在該經判定或經預測存在、存在機率、特性及/或選自
前述各者之一組合符合一或多個準則的情況下檢測該一或多個圖案。

3.　如請求項 1之方法，其進一步包含在該經判定或經預測存在、存在機率、特性及/或選自
前述各者之組合符合一或多個準則的情況下識別圍封該一或多個圖案之一或多個區域。

4.　如請求項 1之方法，其中該判定或預測該存在、存在機率、特性及/或選自前述各者之組
合進一步使用該一或多個圖案之一特性。

5.　如請求項 1之方法，其中該一或多個圖案包含一製程窗限制圖案。
6.　如請求項 1之方法，其中判定或預測該缺陷之該存在、存在機率、特性及/或選自前述各
者之組合包含：依據該一或多個處理參數之該等值而模擬該一或多個圖案之一影像或經

預期圖案化輪廓；及判定一影像或輪廓參數。

7.　如請求項 1之方法，其中使用一經驗模型或一計算模型來識別該一或多個圖案。
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8.　如請求項 1之方法，其中該一或多個處理參數係選自以下各者：聚焦、聚焦深度、聚焦
誤差、劑量、一照明參數、一投影光學件參數、自度量衡獲得之資料，及/或來自該器件
製造製程中使用之一處理裝置之一業者的資料。

9.　如請求項 1之方法，其中自度量衡獲得該一或多個處理參數之該等值。
10.   如請求項 1之方法，其中使用一模型或藉由查詢一資料庫來判定或預測該一或多個處理

參數。

11.   如請求項 1之方法，其中該一或多個處理參數包含一或多個局域處理參數、一或多個全
域處理參數及/或選自前述各者之一組合。

12.   如請求項 1之方法，其中該缺陷在該基板被不可逆地處理之前為不可偵測的。
13.   一種用於選擇待在一基板上檢測(inspected)之區域的器件，該器件經組態以獲得將一或多

個圖案處理至該基板之一區域上所依據的一或多個處理參數之值；且該器件經組態以在

一供檢測區域中由產生該一或多個圖案而引起之一缺陷的存在、存在機率、一特性及/或
選自前述各者之一組合符合一或多個準則的情況下選擇該區域，其中使用該一或多個處

理參數之該等值來識別、判定或預測該存在、存在機率、特性及/或選自前述各者之組
合，及其中判定或預測該存在、存在機率、特性及/或選自前述各者之組合包含：比較該
一或多個處理參數之該等值與該一或多個圖案之一重疊製程窗，或使用一分類模型，其

中該一或多個處理參數之該等值作為至該分類模型之輸入。

14.   如請求項 13之器件，其中該器件經進一步組態以匯出包括表示該區域之一資料結構的一
檔案。

圖式簡單說明

對於一般熟習此項技術者而言，在結合附圖而檢閱特定實施例之以下描述後，以上態樣

及其他態樣及特徵就將變得顯而易見，在該等圖中：圖 1為根據一實施例之微影系統之各種
子系統的方塊圖；圖 2展示使用處理圖案所依據之條件(例如，如被表明為一或多個處理參數
之值)來判定或預測運用器件製造製程而自圖案產生之缺陷之存在、存在機率、特性及/或選自
前述各者之組合的方法的流程圖；圖 3展示一或多個處理參數之例示性源；圖 4A展示圖 2
之步驟 292的實施；圖 4B展示圖 2之步驟 292的另外實施；圖 5展示使用圖 2之方法的例
示性流程；圖 6展示使用圖 2之方法的另一例示性流程；圖 7為可供實施實施例之實例電腦
系統的方塊圖；圖 8為另一微影裝置之示意圖；圖 9為圖 8中之裝置的更詳細視圖；圖 10為
圖 8及圖 9之裝置之源收集器模組 SO的更詳細視圖。
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